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Annexes
Tableaux techniques

Plus d’informations sur www.lappfrance.fr
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T25 : Marques déposées
T25

Marques du groupe Lapp déposées dans plusieurs pays

Marques déposées d’autres sociétés

LAPP® SKINTOP®

ÖLFLEX® SKINMATIC®

HITRONIC® UNITRONIC®

EPIC® SILVYN®

FLEXIMARK® ETHERLINE®

SKINDICHT®

TemflexTM 1500 (3M) Netware (Novell)

ScotchTM 1183 (3M) Novell (Novell)

NEOPRENE® (DuPont de Nemours) Arcnet (Datapoint)

TEFLON® (DuPont de Nemours) Apple (Apple)

KEVLAR® (DuPont de Nemours) Macintosh (Apple)

TERMI-POINT® The Whitaker Corporation HP (Hewlett Packard)

INTERBUS® (Phoenix Contact) SIMATIC® (SIEMENS®)

VariNET® (Pepperl + Fuchs) Mille-TieTM (Thomas & Betts)

DEC® (Digital Equipment Corporation) SHRINK-KON® (Thomas & Betts)

LAT® (Digital Equipment Corporation) SHIELD-KON® (Thomas & Betts)

Thinwire® (net) (Digital Equipment Corporation) TY-FAST™ (Thomas & Betts)

IBM (International Business Machines) TY-GUN™ (Thomas & Betts)

PS/2 (International Business Machines) TY-RAP® (Thomas & Betts)

Netview (International Business Machines) Safe-Ty™ (Thomas & Betts)

AS/400 (International Business Machines) TWIST TAIL™ (Thomas & Betts)

DYMO® (Sanford GmbH) CIBES® (Inomec AB)

VITON® (DuPont Dow Elastomers) SafetyBUS p (Pilz)

OS/2 (IBM) QUICKON® (Phoenix Contact)

DeviceNETTM (Open Device Net Vendor Association, ODVA) INDRAMAT® (Bosch Rexroth)

Microsoft® (Microsoft) Ecofast (SIEMENS®)

Microsoft® Windows (Microsoft) Desina®

VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken 
– association allemande des constructeurs de 
machines-outils)

SCO® (Santa Cruz Operation) NYLON® (DuPont de Nemours)

Perbunan® (Bayer AG) EtherCAT® (EtherCAT Organisation)

PROFINET® (PI, PROFINET International) EtherNet/IP® (Open Device Net Vendor Association, ODVA)

PROFIBUS® (PI, PROFIBUS International) CANopen (CAN in Automation)


